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投资要点

 市场整体：本周（2023.7.24-2023.7.30）市场整体上涨，上证指数涨 3.42%，

深圳成指涨 2.68%，创业板指数涨 2.61%，科创 50涨 0.74%，申万电子指数跌

-0.88%，Wind半导体指数涨 0.21%，费城半导体指数涨 4.13%，台湾半导体指

数涨 1.17%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为半导体设备（1.21%）、分立

器件（0.34%）、模拟芯片设计（0.20%）。从个股情况看，涨幅前五为：百邦

科技（11.63%）、骏成科技（9.50%）、雄峰电子（8.14%）、宏昌电子（6.94%）、

联创光电（6.94%）；跌幅前五为：甬矽电子（-24.31%）、杰美特（-19.38%）、

德邦科技（-18.96%）、和林微纳（-17.96%）、天山电子（-16.00%）。

 行业新闻：德州仪器目前订单取消量仍居高位。德州仪器公布二季度业绩，

2023Q2营收 45.3亿美元，同比下降 13.1%，超出市场预期的 43.7亿美元；净

利润 17.2亿美元，同比下降 25%。指引方面，公司预计 Q3营收将在 43.6亿美

元至 47.4亿美元之间，这一区间的中间值将低于分析师平均预期的 45.9亿美

元。此外，目前取消订单的数量仍处于较高水平，这表明客户仍保持谨慎。

通用电气上调 2023年业绩指引。通用电气公布二季度业绩，2023Q2营收为 159

亿美元，同比增长 19%，好于市场预期；调整后每股收益为 0.68美元，好于市

场预期，上年同期为 0.36美元。展望未来，通用电气上调了 2023年业绩指引，

目前该公司预计内生性营收增速为低两位数，此前预期为高个位数；调整后每

股收益为 2.10美元至 2.30美元，好于市场预期的 2.05美元，此前预期为 1.70

美元至 2.00美元。

 重要公告：【联创光电】7月 26日发布 2023半年报，报告显示上半年营业

收入 16.59亿元，比上年同期减少 24.75%；归母净利润 2.15亿元，比上年同期

增长 20.06%。【顺络电子】7 月 27日发布 2023半年报，报告显示上半年营业

收入 23.32亿元，比上年同期增长 9.17%；归母净利润 2.56亿元，比去年同期

降低 12.83%。【乐鑫科技】7 月 28日发布 2023半年报，报告显示上半年营业

收入 6.67亿元，同比增加 8.66%；归母净利润 0.65亿元，同比增加 2.05%。【ST

同洲】7月 28日发布 2023半年报，报告显示上半年营业收入 1.53亿元，同比

增长 123.30%。归母净利润-0.33亿元，同比减少 3.62%。

风险提示

 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。
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1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2023.7.24-2023.7.30）市场整体上涨，上证指数涨 3.42%，深圳成指涨 2.68%，创业板指数涨 2.61%，

科创 50涨 0.74%，申万电子指数跌-0.88%，Wind半导体指数涨 0.21%，费城半导体指数涨 4.13%，台湾半

导体指数涨 1.17%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅半导体设备、分立器件、模拟芯片设计周表现领先

资料来源：Wind，山西证券研究所



行业研究/行业周报

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5

图 3：月涨跌幅半导体设备、分立器件、模拟芯片设计月表现领先

资料来源：Wind，山西证券研究所

图 4：年涨跌幅集成电路封测、消费电子、光学光电子年初至今表现领先

资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E低于历史平均水平 图 6：多数板块当前 P/B低于历史平均水平

资料来源：Wind山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所
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1.3 个股公司行情

从个股情况看，百邦科技、骏成科技、雄峰电子、宏昌电子、联创光电涨幅领先，涨幅分别为 11.63%、

9.50%、8.14%、6.94%、6.94%。甬矽电子、杰美特、德邦科技、和林微纳、天山电子跌幅居前，跌幅分别

为-24.31%、-19.38%、-18.96%、-17.96%、-16.00%。

图 7：本周个股涨幅前五 图 8：本周个股跌幅前五

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

1.4 大厂景气度

表 1：大厂最新指引

板块 公司 财年 时期 景气度

存储

美光 23Q3 23.3-23.6

Q2业绩符合预期，AI存储需求高于预期，HBM客户反应强烈，预计 24年初量产。

DDR5出货量翻倍，预计 24Q1销量超过 D4。数据中心 SSD开始采用 176层或 232层

NAND，Q3推出全球首款 200+层 NAND数据中心 SSD。PC销量下滑，预计客户在

2024年初上量 D5。预计客户库存在 Q3恢复正常，TAM需求提升。智能手机销量下

滑，单高端机型的内存需求强劲。汽车销量提升，23H2受益客户库存正常及内容容量

增加。工业复苏迹象初显，23H2需求改善。23年 DRAM预期增长 1%-5%，NAND

预期增长 6%-9%。本财季 DRAM价格环比下滑 10%，NAND下滑 14%-19%。23年资

本开支为 70亿美元，同比下滑 40%。DRAM和 NAND的晶圆开工率降低至 30%，将

持续至 2024年。

海力士 23Q1 23.1-23.3

23Q1净亏环比收窄，DRAMASP环比下滑 15%-19%，NANDASP环比下滑 10%。游

戏 PC销量增加带动存储需求，旗舰机对高性能产品需求增加，AI 发展对 HDM需求

提升。预计 23年 DRAM收入增长 4%-9%，NAND收入增长 14%-19%，23年资本开

支同比下降 50%，预计下半年市场环境有所改善。

MCU
NXP 23Q1 23.1-23.3

23Q1营收高于指引中值，毛利率为 58.2%，高于指引中值。汽车业务环比增长 1%，

同比增长 17%；工业领域环比下滑 17%，同比下滑 26%；手机领域环比下滑 36%，同

比下滑 35%；通信业务同比增加 7%，环比增加 7%。23Q2营收指引中值 32亿美元，

2021-2024年，预计营收 CAGR 为 8%-12%，汽车业务 CAGR为 9%-14%，工业领域
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CAGR 为 9-14%，手机业务 CAGR为 8%-10%，通信领域 CAGR为 2%-6%，资本开支

CAGR 为 6%-8%。

ST 23Q2 23.4-23.6

2023Q2意法半导体第二季度营收同比增长 12.7%至 43.26亿美元，超出市场预期的

42.9 亿美元；净利润为 10亿美元，同比增长 15.5%；eps为 1.06美元，同比增长 15.2%。

意法半导体首席执行官 Jean-Marc Chery表示，“营收表现继续受到汽车和工业业务

增长的推动，部分被个人电子业务营收下滑所抵消。”意法半导体预计第三季度净营

收为 43.8亿美元，毛利率 47.5%。全年营收预期收窄至 172.5亿美元至 175.5亿美元

之间，此前的预测是在 170亿美元至 178亿美元之间。

微芯 23年 22.4-23.3
23年强劲客户需求超过预期，持续增加资本开支用于扩产。2021-2026年，营收 CAGR

为 10%-15%

模拟

IC

TI 23Q2 23.4-23.6

2023Q2营收 45.3亿美元，同比下降 13.1%，超出市场预期的 43.7亿美元；利润为 19.7

亿美元，同比下降 28%；净利润为 17.2亿美元，同比下降 25%；每股收益为 1.87美

元，同比下降 23.7%，仍好于市场预期的 1.77美元。指引方面，公司预计 Q3营收将

在 43.6亿美元至 47.4亿美元之间，这一区间的中间值将低于分析师平均预期的 45.9

亿美元；每股收益 1.68至 1.92美元，中值低于市场普遍预期为 1.9美元。公司 CEO

表示，汽车芯片业务是最近一季的亮点，但其他业务低迷；库存将帮助公司度过未来

需求激增的时期。此外，目前取消订单的数量仍处于较高水平，这表明客户仍保持谨

慎。

ADI 23Q2 23.2-23.4

本季度营收高于指引中值，营收同比增加 10%，工业领域同比增长 16%，汽车同比增

长 24%。23Q3财季收入中值约为 31亿美元，工业和汽车开始疲软，预计环比下降低

个位数到中个位数，通信市场环比下降 10%，消费市场环比增长。

射频

IC

Qorvo 23Q4 23.2-23.4
本季度业绩超过指引中值，尽管终端市场疲软，但大型客户项目支撑未来两个季度发

展。预计下个季度营收为 6.2-6.6亿美元，毛利率指引为 41.5%。

博通 23Q2 23.2-23.4
23Q2营收同比增加 8%，公司持续布局 AI领域，相关收入增长有望超过 20%。23Q3

财季营收指引为 88.5亿美元，同比增加约为 5%。

AI芯

片

英伟达 24Q1 23.1-23.3

24Q1总收入下滑 13%，达到 71.9亿美元，仍高于预期的 65亿美元。数据中心同比增

长 14%，环比增加 18%；游戏同比下滑 38%，环比提升 22%；汽车业务同比增加 114%，

环比增加 1%。AI和大模型需求提升，公司 24Q2营收指引 110亿美元。24Q2财季资

本开支 3-3.5亿美元，24财年资本开支 11-13亿美元。

AMD 23Q1 23.1-23.3

Q1业绩好于预期，在 AI方面取得重大进展，数据中心和嵌入式产品营收贡献超过

50%。Q2数据中心将持续增长，预计公司营收为 53亿美元，同比下滑 19%，预计数

据中心全年继续增长。

功率

半导

体

英飞凌 23Q2 23.1-23.3

Q2业绩超预期，AVT和 GIP业务亮眼。23Q3营收指引 40亿欧元，ATV部门增速高

于 Q2，GIP部门营收持平，PSS和 CSS部门收入下降。23年全年营收指引 162亿欧

元，同比增加 14%，资本开支指引 30亿欧元。

安森美 23Q1 23.1-23.3

Q1业绩高于预期中值，汽车与工业驱动业绩增长。2021-2025年，电源业务 CAGR为

6%，传感器 CAGR 为 10%，汽车业务增速为 17%，工业领域增速为 7%。23Q2营收

指引 19.75-20.75亿美元，毛利率指引 45.5%-47.5%，环比下降 0.34 pct，资本开支规

划 4.2亿-4.6亿美元。

晶圆

代工

厂

台积电 23Q2 23.4-23.6

Q2营收好于预期，环比下滑 6.2%，同比下滑 13.7%，毛利率为 54.1%，环比下滑 2.2pct。

消费电子环比增加+25%，汽车电子环比增加+3%。AI需求强劲，目前贡献公司 6%营

收，未来 5年CAGR达 50%。Q3营收指引为 167亿-175亿美元，毛利率为 51.5%-53.5%。
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预计 23年营收同比下滑 10%，资本开支为 320亿-360亿美元。

联电 23Q2 23.4-23.6

2023Q2营收为新台币 563亿元，较上季的 542.1亿元增加 3.8%；与 2022年第二季的

720.6亿元相比则减少了 21.9%。本季毛利率为 36.0%，归属母公司净利为新台币 156.4

亿元，每股普通股获利为新台币 1.27元，与先前预测相符。营收的增加主要受惠于

12寸产品组合的优化。来自 22/28nm产品的营收持续增加，占本季营收的 29%；从

应用类别角度，WiFi、数位电视和显示器驱动 IC等消费领域的需求出现短期回温。

王石总经理表示：“展望第三季，由于供应链库存持续调整，晶圆需求前景尚不明确。

整体终端市场的气氛仍然疲弱，预期客户在近期内还是会维持严谨的库存管理。”

设备

应用材

料
23Q2 23.2-23.4

Q2营收超预期，同比增加 6%，环比减少 2%。23Q3营收指引 61.5亿美元，半导体系

统营收 45亿，AGS营收 14.3亿。

泛林半

导体
23Q1 23.1-23.3

Q1营收 38.7亿美元，高于预期中值，Q2营收指引 31亿美元，毛利率指引 42.2%-44.2%。

23年WFE行业指引 750亿美元，内存预计同比下降 50%。

东京电

子
23年 22.4-23.3

SPE实现营收 122.4亿美元，同比增加 10.9%。23年半导体市场同比下滑 10%，2024

年将超过 2022年水平。预计 2023年下半年逻辑/晶圆代工开始复苏，行业收入整年

700-750亿美元。预计 2024年半导体行业和WFE复苏实现进一步增长。公司 24财年

营收指引为 123亿美元，同比下滑 23%。24财年资本开支规划 8.8亿美元。

AMSL 23Q1 23.1-23.3

Q1收入超预期，YoY+90.9%，QoQ+4.9%。23Q2营收指引 65-70亿欧元，毛利率指引

50%-51%，23年营收指引同比增长 25%。2025年营收指引 300-400亿欧元，2030年

指引 440-600亿欧元

传感

器

通用电

气
23Q2 23.4-23.6

2023Q2营收为 159亿美元，同比增长 19%，好于市场预期；调整后每股收益为 0.68

美元，好于市场预期，上年同期为 0.36美元；订单总额为 220亿美元，同比增长 59%。

展望未来，通用电气上调了 2023年业绩指引，目前该公司预计内生性营收增速为低

两位数，此前预期为高个位数；调整后每股收益为 2.10美元至 2.30美元，好于市场

预期的 2.05美元，此前预期为 1.70美元至 2.00美元。

资料来源：各公司官网，山西证券研究所

2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速 图 10：分地区半导体销售额

资料来源：WSTS，山西证券研究所 资料来源：WSTS，山西证券研究所
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图 11：中国集成电路行业进口情况 图 12：中国集成电路行业出口情况

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额 图 14：北美半导体设备销售额

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额 图 16：全球硅片出货面积

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所
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图 17：NAND现货平均价 图 18：DRAM 现货均价

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 19：半导体封装材料进口情况 图 20：半导体封装材料出口情况

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 21：半导体封装材料进出口均价

资料来源：Wind，山西证券研究所
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图 22：晶圆厂稼动率（%）

资料来源：Wind，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）

资料来源：Wind，山西证券研究所
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表 2：主要半导体产品货期

低压MOSFET货期（周） 高压MOSFET货期（周） IGBT货期（周）

供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势 供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势 供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势

Infineon 20-52 ↙ ↔ Infineon 50-54 ↔ ↔ Fairchild 39-52 ↔ ↔

Diodes 26-54 ↙ ↔ On Semi 36-52 ↔ ↗ Infineon 39-50 ↔ ↔

On Semi 36-52 ↙ ↗ IXYS 50-54 ↔ ↔ STMicro 47-52 ↔ ↔

Nexperia 47-52 ↔ ↔ STMicro 47-52 ↔ ↔

8位 MCU货期（周） 32位 MCU货期（周） FPGA货期（周）

供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势 供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势 供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势

NXP 35-52 ↙ ↔ NXP 26-52 ↙ ↔ Lattice 28-42 ↙ ↔

Microchip 36-52+ ↙ ↔ Microchip 36-52+ ↙ ↔ Microsemi 32-42 ↙ ↔

Renesas 18-24 ↙ ↔ Renesas 18-24 ↙ ↔

传感器货期（周） 信号链（放大器和数据转换器）货期（周）NAND闪存货期（周）

供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势 供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势 供应商 2Q23 货期趋势 价格趋势

Melexis 35-40 ↙ ↗ On Semi 26-42 ↙ ↔ Macronix 8-12 ↔ SMA

NXP 16-52 ↗ ↗ Renesas 36-40 ↔ ↔ Alliance Memory 8-24 ↙ ↔

Infineon 18-52 ↔ ↗

资料来源：富昌电子，山西证券研究所

表 3：主要半导体公司存货周转天数

资料来源：Wind，山西证券研究所
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表 4：主要半导体公司毛利率情况

资料来源：Wind，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 5：本周重大事项

时间 拟增持 拟减持 拟回购 拟并购 拟定增

2023年 7月 24日 光莆股份 景嘉微

2023年 7月 25日 天禄科技

2023年 7月 26日 睿能科技 中京电子

2023年 7月 27日 唯捷创芯 英集芯

2023年 7月 28日 协创数据



行业研究/行业周报

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 14

时间 拟增持 拟减持 拟回购 拟并购 拟定增

2023年 7月 29日

2023年 7月 30日

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 6：本周重要行业新闻

时间 内容 来源

2023年 7月 24日 日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制，外交部：已向日方交涉。 环球网

2023年 7月 25日
台积电正式确认，因应英伟达、AMD等厂商对 AI芯片 CoWoS等先进封装的需求，将斥

资 900 亿新台币在苗栗县铜锣乡兴建先进封装厂。
通信世界网

2023年 7月 26日
欧盟通过 430亿欧元芯片法案，目标是将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番，从现在

的 10%提高到 2030年的至少 20%。
凤凰网

2023年 7月 27日

通用电气 Q2营收为 159亿美元，同比增长 19%，好于市场预期；调整后每股收益为 0.68

美元，好于市场预期，上年同期为 0.36美元。展望未来，通用电气上调了 2023年业绩指

引，目前该公司预计内生性营收增速为低两位数，此前预期为高个位数;调整后每股收益

为 2.10美元至 2.30美元，好于市场预期的 2.05美元，此前预期为 1.70美元至 2.00美元。

搜狐

2023年 7月 28日
AMD首席技术官表示，未来五年将在印度投资约 4亿美元，并将在印度班加罗尔科技中

心建立其最大的设计中心。
每日经济新闻

资料来源：环球网、通信世界网、凤凰网、搜狐、每日经济新闻，山西证券研究所

3.3 公司公告

表 7：本周重要公司公告

公司 时间 公告类型 公告摘要

路维光电 7月 24日 业绩预告
预计 2023年半年度实现归母净利润人民币 6,500.00万元至 7,500.00万元，同比增加

41.06%至 62.76%。

佳禾智能 7月 24日 业绩预告
预计 2023年半年度实现归母净利润盈利：9,000万元-10,000万元，比上年同期增长：

21.67%-35.19%。

华亚智能 7月 24日 停牌
为筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司申请，公司股票自 2023

年 7月 24日(星期一)开市起停牌并暂停转股，公司预计停牌时间不超过 5个交易日。

嘉元科技 7月 24日 投资

全资子公司投资设立全资“深圳嘉元新材料科技创新有限公司”，注册资本 3,000万元。

设立目的为完围绕铜、黄金等贵金属新材料以及其他新型材料，开展研发、设计、生产、

销售工作。

嘉元科技 7月 24日 投资

拟与江西力源海纳科技股份有限公司设立“广东嘉元力源绿电储能有限公司”，注册资

本 10,000万元，公司出资 7,500万元，占新公司股权比例为 75%。设立目的为拟开展储

能新业务。

天德钰 7月 25日 业绩快报
公告业绩快报，2023年度半年度营业总收入 50,246.35万元，同比减少 22.57%；归母净

利润 4,594.30万元，同比减少 68.36%。

北京君正 7月 25日 投资 作为有限合伙人投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)，认缴出资额为人
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公司 时间 公告类型 公告摘要

民币 5,000万元，项目目标认缴出资总额为 425,828万元。投资目的为充分挖掘半导体

产业的投资机会。

明阳电路 7月 25日 投资

拟使用募集资金及其利息合计 6,000万元人民币及自有资金 5,000万元向全资子公司珠

海明阳进行增资，增资原因为更好的推进子公司负责的“年产 12万平方米新能源汽车

PCB专线建设项目”。

联创电子 7月 25日 投资

为积极快速开发北美地区北美光学和影像市场，公司全资子公司江西联创电子有限公司

计划以自有资金对其全资子公司联创光学(美国)有限公司增资不超过 1,090万美元，以

美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位

PRODENSASERVICIOSDECONSULTORIA,S.A.P.I.DEC.V.公司签订合作协议，投资总额

不超过 1,090万美元建设墨西哥工厂。

华工科技 7月 25日 投资

全资子公司华工投资及全资孙公司华工瑞源拟与激光北斗产业基金、长江创投引导基

金、国创创新发起设立一支聚焦激光、高端装备制造、新材料等产业链的产业基金——

长江华工基金。该基金总规模为 5亿元，华工投资及华工瑞源认缴出资总额不高于 2亿

元。

寒武纪 7月 25日 中标

与中国移动、浙江信息组成联合体中标“浙东南数字经济产业园数字基础设施提升工程

(一期)”，拟中标金额为 75,308.1806万元。公司作为联合体牵头方，负责智算硬件部分

的供货、安装和后续服务，预计公司所占金额约为该项目总价格的 70%。

联创光电 7月 26日 中报
2023年半年度报告公布。营业收入 1,659,157,711.34元，同比减少-24.75%；归母净利润

214,854,692.89元，同比增长 20.06%。

富创精密 7月 26日 业绩预告
预计 2023年半年度实现营业收入为 82,000万元到 84,000万元，同比增加 37.18%到

40.53%。归母净利润为 9,000万元到 10,000万元，同比减少 10.46%到 0.51%。

广信材料 7月 26日 业绩预告
预计 2023半年度归母净利润盈利：1,850万元–2,400万元，比上年同期增长:218.65%

–253.92%。

传音控股 7月 26日 业绩预告

预计 2023年半年度实现营业收入 250.29亿元左右，同比增长 8.31%左右;其中第二季度

预计实现营业收入 157.56亿元左右，同比增长 30.72%左右。2023年半年度实现归母净

利润 21.02亿元左右，同比增长 27.10%左右;其中第二季度实现归母公净利润预计 15.77

亿元左右，同比增长 83.87%左右。

环旭电子 7月 26日 业绩快报
2023年半年度业绩快报公布，营业收入 268.66亿元，同比下降 7.17%，营业利润 8.54

亿元，同比减少 29.97%。

乐凯新材 7月 26日 投资
拟在分别在河北省保定市、四川省成都市设立分公司，设立目的为适应重大资产重组后

形成的多主业运营状况，促进重组后公司管理的快速融合。

乐凯新材 7月 26日 投资
子公司乐凯化学材料有限公司拟使用自有资金及自筹资金人民币 1.75亿元投资建设“乐

凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线工程”。

联得装备 7月 26日 中标
确认成为京东方重庆第 6代 AMOLED(柔性)生产线项目的中标人，中标总金额为

208,010,400元。

顺络电子 7月 27日 中报
2023年半年度报告公布，营业收入 23.32亿元，比上年同期增长 9.17%;归母净利润 2.56

亿元，比去年同期降低 12.83%。

北京君正 7月 27日 业绩预告
预计 2023年半年度归母净利润盈利：20,066.62万元—24,034.34万元，比上年同期下

降:60.73%-52.97%。

冠石科技 7月 27日 股权激励
本激励计划拟授予限制性股票数量 73万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本

总额 73,099,561股的 0.9986%。本激励计划的激励对象为实施本计划时在任的公司（含
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分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员及公司董事

会认为需要进行激励的相关员工。

欣旺达 7月 27日 投资
子公司欣旺达动力通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建

设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过 196,001万元人民币。

泓淋电力 7月 27日 投资
拟在威海市中韩自贸区产业园投资建设“新能源产业园项目”，主要生产新能源行业线

缆、组件及充电装置等产品，项目总投资约 10亿元人民币。

顺络电子 7月 27日 投资

子公司深圳顺络电子(香港)股份有限公司拟以自有资金投资设立越南顺络电子有限公司

（拟定注册资本:1,000,000美元）、德国顺络电子有限公司（拟定注册资本:200,000欧元），

设立目的为公司发展战略布局的需要。

乐鑫科技 7月 28日 中报
2023年半年报公布，营业收入 666,997,976.51元，同比增加 8.66%；归母净利润

64,570,343.68元，同比增加 2.05%。

ST同洲 7月 28日 中报
2023年半年度财务报告公布，营业收入 153,045,448.82元，同比增长 123.30%。归母净

利润-33,026,701.90元，同比减少 3.62%。

生益科技 7月 28日 投资
计划在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地，投资金额 14亿元人民币(约 2亿美元)，

投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

洁美科技 7月 28日 业绩快报
2023上半年业绩快报公布，营业总收入 71,277.62万元，同比增加 0.09%。利润总额

11,236.19万元，同比减少 6.81%。

芯源微 7月 28日 股权激励

本激励计划拟向激励对象授予 160万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股

本总额 13,744.8931万股的 1.16%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 162人，

包括公司公告本计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心技术人员、董事

会认为需要激励的其他人员。

资料来源：wind，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。
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达克综合指数或标普 500指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，

致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：
——公司评级

买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；

增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；

中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；

减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；

卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；

同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；

落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

A： 预计波动率小于等于相对基准指数；

B： 预计波动率大于相对基准指数。
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免责声明：
山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的

已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报

告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告

中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时

期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可

能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行

或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履

行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任

何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵

犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未

经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或

转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转

发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施

细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海 深圳

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家

嘴滨江中心 N5座 3楼
广东省深圳市福田区林创路新一代产业

园 5栋 17层
太原 北京

太原市府西街 69号国贸中心 A座 28层
电话：0351-8686981
http://www.i618.com.cn

北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼丽

泽平安金融中心 A座 25层
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